Solution for researching

Prensa Caliente De Vacio Automatica De Sobremesa Para

Procesamiento De Materiales Avanzados

Numero de articulo: XP28

Introduccion

Prensa caliente de vacio automética de
sobremesa de alta precisién que entrega 25
toneladas de fuerza, dos platos calefactables de
gran area hasta 300 °C, vacio limpio sin aceite y
prensado programable de multiples etapas para

resultados reproducibles. Perfecta para la
fabricacién de baterias de estado sdélido,
laminacién de peliculas poliméricas y desarrollo

de materiales avanzados.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio Clave

Prensado de Electrolitos para
Baterfas de Estado Sélido

Laminacién de Peliculas
Delgadas de Polimero

Preparacion de Pastillas para
XRF / FTIR

Curado de Compuestos de
Matriz Cerdmica (CMC)

Laminacion y Sellado de
Celdas de Bolsa

Prensado de Paneles
Compuestos para
Aeroespacial

Prensado en Caliente de
Conjuntos de Electrodos de
Membrana (MEA)

Procesamiento de electrolitos sdlidos de sulfuro u 6xido bajo vacio y calor controlado para
unirlos con materiales de electrodo, formando interfaces densas y conductoras de iones. Esto
elimina los vacios que causan impedancia, mejorando el rendimiento general de la celda.

Prensado en caliente de peliculas poliméricas multicapa bajo vacio para encapsular electrénica
flexible o crear sustratos FPC. El entorno de vacio garantiza que no queden burbujas de aire
atrapadas, mientras que el calor y la presién uniformes aumentan la fuerza de unién.

Compactacién de muestras analiticas en polvo en pastillas bajo vacio para evitar la adsorcién de
humedad y oxidacion. Ideal para preparar muestras estables para anélisis espectroscépico
donde la suavidad y consistencia de la superficie son fundamentales.

Prensado en caliente asistido por vacio de telas o preimpregnados infiltrados con polimero
precerdmico para consolidar capas y eliminar compuestos volatiles antes de la pirdlisis a alta
temperatura. Este paso es fundamental para lograr alta densidad en los componentes finales.

Ensamblaje de pilas de separador de electrodos y sellado de peliculas de bolsa de laminado de
aluminio bajo calor y vacio para creacién de prototipos de baterias de iones de litio. El entorno
controlado garantiza un sellado robusto y una compresién uniforme de los electrodos.

Prensado de preimpregnados de fibra de carbono o vidrio bajo vacio para lograr bajo contenido
de vacios y alta fraccién de volumen de fibra para componentes estructurales de aeronaves. El
vacio sin aceite evita la contaminacién que podria comprometer las propiedades mecénicas.

Unién de membranas recubiertas de catalizador con capas de difusion de gas bajo calor y
presién controlados con precisién en vacio, un proceso critico para el rendimiento de pilas de
combustible y electrolizadores.

Logra alta conductividad iénica y cohesién
mecénica sin contaminacion.

Produce laminados uniformes y 6pticamente
transparentes con excelente fuerza de
desprendimiento y fiabilidad.

Entrega pastillas reproducibles y sin
contaminacion para analisis elementales o
estructurales precisos.

Reduce la porosidad y mejora la
densificacién, lo que conduce a propiedades
mecanicas y térmicas superiores.

Crea celdas selladas herméticamente con
contacto de electrodo optimizado,
extendiendo la vida util del ciclo.

Cumple con los estrictos estandares
aeroespaciales de resistencia, peso ligero y
desgasificacion.

Maximiza el drea activa electroquimica y
reduce la resistencia interfacial.
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Modelo

Carga Maxima de Disefio
Rango de Control de Fuerza

Resolucién de Fuerza

Programa de Prensado

XP28

25 Toneladas (250 kN)
0.3T - 25T
+0.01T

Autopresurizacién, presurizaciéon escalonada, mantenimiento automatico, compensacion
de presién, descompresién temporizada

Prensa caliente de vacio y calentamiento
automdtica

Control servo-hidraulico automatico
La presiéon minima ajustable es 0.3T
Control paso a paso de alta resolucién

Los tiempos de etapa son ilimitados y
configurables
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Célculo de Estrés en Tiempo
Real

Nivel de Vacio

Configuracién de Bomba de
Vacio

Rango de Temperatura de
Calentamiento

Control de Temperatura

Tamafio del Plato (Cada uno)

Espacio entre Platos (Luz Libre)

Método de Enfriamiento

Suministro Eléctrico

Caracteristicas de Seguridad

Certificacion

Conversién automética a MPa

-0.1 MPa

Bomba de vacio seca eléctrica resistente a productos quimicos

Temperatura Ambiente (TA) hasta =300 °C

Calentamiento y mantenimiento multietapa programables

180 mm x 180 mm

= 60 mm

Enfriamiento natural
Monoféasico AC 220V * 16%, 50Hz

Liberacion automatica de sobrepresion + parada de emergencia + alerta visual de alta
temperatura

Certificado CE

NI NTENK

Solution for researching

Ingrese el didmetro del troquel/molde por
pantalla tactil

Presién manométrica relativa

Inclusién estandar (sin aceite)

Pasos de 0.1 °C

Tiempos de mantenimiento de etapa ilimitados
Dos platos calefactables

Disefiado para moldes planos, peliculas y
laminas

Enfriador de aire forzado o de agua opcional
Cumple con normativas de HK e internacionales

La advertencia de alta temperatura se activa
por encima de 50 °C
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